


ACTION SPECIALE
NANOTECHNOLOGIES




ARCSIS part en éclaireur
sur un marché émergent

Six entreprises et un laboratoire participent a cette
action : Ion Beam Services, Rockwood, Vegatec,
Kemesys, Orsay Physics, Toppan Photomasks, et
le L2MP.

ARCSIS et le PRIDES SCS ont développé un plan
d'actions business répondant aux attentes de ces
acteurs afin de les aider a atteindre la taille critique
nécessaire pour s'imposer sur le marché hautement
concurrentiel des nanotechnologies. Autre objectif :
favoriser les synergies et la mutualisation des
moyens de promotion a l'échelle nationale, euro-
péenne et internationale.

ARCSIS a commencé par développer des outils de
communication proactive : recueil de fiches présen-
tant les compétences régionales, ajout d'un espace
dédié aux nanotechnologies sur le site ARCSIS et
d'un espace de partage de fichiers sur la plate-forme
collaborative, publication d'articles ou encarts
publicitaires dans des systémes professionnels
d'information internationaux, élaboration d'une base

de prospects avec plus de 2500 contacts ciblés.

Des actions commerciales

¢ ARCSIS - Action Nano est allée en éclaireur sur des
salons spécifiques auxquels elle participait pour la
premiere fois : le Salon du Vide a Toulouse (ci-contre)
et le salon Nanotech a Tokyo (Page 14).

e Elle a pris des contacts trés positifs au salon du
Forum de l'Electronique-Mesurexpo a Paris ou
se déroulaient aussi les « Journées Nationales en
Nanosciences et Nanotechnologies » (J3N).

e Elle a présenté son action nanotechnologies a
l'occasion de diverses manifestations telles que
ICSI a Marseille, le Salon des matériaux a Toulon,
Transducers 07, une conférence internationale
sur les capteurs, actionneurs et microsystémes, a
Lyon, et lors de I'inauguration de la nouvelle salle
blanche du laboratoire L2ZMP a Marseille.

En 2007 ARCSIS a lancé une action spéciale B2B axée sur les nanotechnologies, dont le but est de
' promouvoir de maniére nationale et internationale les compétences de ses membres et les produits
qu'’ils proposent. Cette action est financée a hauteur de 40% par la Région, via le PRIDES SCS.

Partenariats et veille

ARCSIS - Action Nano a également mené des actions
ciblées en partenariat avec d'autres partenaires
régionaux.

¢ Elle partageait ainsi un stand avec Provence Pro-
motion dans 'espace JEMI France durant SEMICON
Europa, le salon international de 'équipement et des
matériaux pour les semi-conducteurs (Stuttgart),
ou elle a obtenu une quinzaine de rendez-vous
d'affaires.

¢ En partenariat avec Méditerranée Technologies et
le réseau CRI, elle a organisé, en marge des 10émes
Rencontres Scientifiques, un workshop pour promou-
voir les entreprises régionales aupres de délégations
étrangeres et clusters internationaux.

e Enfin, elle a mené des actions de veille aprés en
avoir identifié les thématiques avec les entreprises
concernées (achat de deux rapports sur les nano-
matériaux, et les centrales technologiques).

8EME SALON DES UTILISATEURS DU VIDE

Ce salon professionnel se tenait pour la premiere
fois a Toulouse, en marge du colloque international
biannuel sur les procédés Plasma. ARCSIS y avait
délégué son chargé de mission nanotechnologies,
accompagné d’un représentant d'IBS et de Vegatec.
Cette manifestation leur a permis de rencontrer
plus de 60 industriels utilisateurs du vide dans des

domaines variés.

Coté micro et nano électronique, les acteurs pré-
sents représentaient les disciplines suivantes :
maintenance, implantation a facon, systémes pour
gaz spéciaux, oxydation, CVD et traitements ther-
miques, détecteurs de fuite. ARCSIS a en particulier
lié contact avec la société ACTEMIUM, marque du

groupe VINCI Energies en Europe.

6 et 7 juin 2007 - Centre de Congreés, Toulouse
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ZOOM : UN MOTEUR DE BUSINESS

Interview - Laurent Provenat, chargé de mission « Action nano »

« Des opportunités de diversification »

Pourquoi ARCSIS a-t-elle choisi de cibler en 2007 ses actions B2B sur les nanotechnologies ?

Parce que le besoin industriel existe et que les conditions sont réunies en Provence pour développer ce
créneau. La filiéere microélectronique de PACA, la plus dynamique de France en terme de production,
comporte six entreprises matures et un laboratoire performant, concernés par les nanotechnologies.
Tous ont déja une forte connaissance des contraintes scientifiques et techniques liées a cette activité,
ont en interne des services R&D bien développés et sont inscrits dans les projets collectifs menés par
ARCSIS, le pole SCS ou les plates-formes CIM PACA. C'est d'ailleurs pourquoi le PRIDES SCS a autant
soutenu cette action.

En quoi le marché des nanotechnologies est-il porteur ?

Les nanotechnologies ont un champ d'application extrémement large. On peut les introduire partout.
Elles ouvrent des perspectives de diversification trés intéressantes aux entreprises qui investissent
dans la R&D. Avec les mémes équipements, elles peuvent, grace a leur expertise en matiére de nano
particules, comme Kemesys par exemple, fabriquer des produits totalement différents et passer de
la fourniture de consommables en microélectronique a la fabrication de cosmétiques ou les marges

sont bien supérieures.

Salon Nanotech 2007

Les nanotechnologies régionales s’affichent a Tokyo

Installée dans le pavillon France, ARCSIS a promu la filiere PACA au salon Nanotech de Tokyo, I'une des plus impor-
tantes manifestations professionnelles mondiales dans le domaine des Nanosciences et des Nanotechnologies.

Représentée par le Centre de Recherche en Matiere Condensée et Nanosciences de Marseille, elle y
disposait d'une vitrine interactive sur laquelle un diaporama des PME et laboratoires régionaux
défilait en permanence.

Elle y a noué des contacts intéressants, en particulier avec des organismes comme le NEDO (New
Energy and industrial technology Development Organization) et le JETRO (Japan External TRade
Organisation). Les acteurs asiatiques sont trés demandeurs de nanotechnologies en électronique, ma-

tériaux et biologie.

Etre présent sur la durée

ARCSIS partageait le pavillon France avec des représentants de la filiere microélectronique de Lille
ainsi qu'une société industrielle, Arkema (leader mondial dans la production de matériaux nano
structurés).

L'expérience de ces acteurs lui a permis de constater a quel point la persévérance est une clef de
réussite en Asie. ARCSIS souhaite donc inciter les majors et les PME de PACA a se positionner dans la
durée sur le salon Nanotech avec des offres ciblées pour le marché asiatique.

Le salon Nanotech a attiré 40 000 visiteurs pour 600 exposants, dont 2/3 d'industriels et 1/3 d'institu-
tions. Le pavillon France était organisé par UBI France avec la Mission Economique de l'’Ambassade
de France a Tokyo et Invest in France.

21 au 23 février 2007 - Tokyo
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Multiplier les rendez-vous

business

Délégation sicilienne : dynamiser
les relations entre clusters

Le Centre Relais et Innovation (CRI) MEDIN (PACA,
Languedoc Roussillon, Corse), Méditerranée Techno-
logies et ARCSIS ont accueilli a Rousset une délégation
sicilienne composée d'une dizaine de personnes.
Cette délégation, menée par le CRI MEDIA (Italie
du Sud, Sicile, Calabre) et le cluster sicilien ETNA
HITECH, regroupait des PME et laboratoires de la
microélectronique et a visité plusieurs entreprises
(STMicroelectronics, IBS et Biophy Research).

En complément, une trentaine de rendez-vous B2B
ont été organisés entre nos visiteurs italiens et une
dizaine d'entreprises locales. ARCSIS/ Pole SCS et le
cluster sicilien ETNA HITECH ont lié contact grace
a la présentation respective de leurs activités, en
vue de dynamiser les relations inter-entreprises
dans l'avenir.

28 février et 1er mars - STUniversity, Fuveau

Micronove 2007 : workshop
multi-technologies

ARCSIS s’est associée a la convention d'affaires Mi-
cronove, dans le Doubs. Cette présence a permis une
quinzaine de rencontres préprogrammeées et ciblées
avec des industriels, tous secteurs confondus, d'autres
associations de développement et des plates-formes
technologiques de France et d’Europe.

Centrée sur le monde de la microtechnique,
Micronove vise tous les deux ans a présenter un
ensemble complet de solutions multi-technologiques
dans les domaines de la précision et de la petite
dimension.

26 et 27 septembre 2007 - Saline royale d’Arc et Senans,
Besancon

Pour aider les PME a tisser de nouvelles relations d’affaires et a étre efficaces tout en réalisant des
économies d’échelle, ARCSIS a travaillé en synergie avec plusieurs partenaires.

Adhérents d’ARCSIS :
cap sur la croissance

Smart Packaging Solutions (SPS) a été distinguée lors de
la10éme édition des Trophées de I'Innovation de 1'Ins-
titut National de la Propriété industrielle de PACA.
Elle a également recu le prix CREA 13 du Conseil
Général (innovation et créations d’'emplois). En
2006, elle avait déja regu au salon CARTES a Paris
le trophée Sésame de l'identification pour ses pro-
duits E-Pastille™ avec E-Booster™. SPS, Rousset,
innove aussi dans le domaine de la santé avec, par
exemple, un capteur permettant le pilotage de la
dialyse en temps réel par la mesure de la concen-
tration de 1'urée et de la créatinine. Ce capteur est
en cours de validation clinique et devrait démar-
rer en production fin 2008.

Spinroc développe une nouvelle génération d’oscilla-
teurs RF (radio-fréquence). Opérationnelle depuis peu
sur la pépiniere de Meyreuil, elle accélere les
recrutements pour réaliser un prototype d'ici
quelques mois. Puis elle se lancera dans la fabri-
cation et la commercialisation sur un modeéle de
société « fabless ». Pour batir son développement,
Spinroc s’appuie en particulier sur la plate-forme
Conception CIM PACA. Elle espére avoir 100 colla-
borateurs d'ici 5 ans.

Fondée en 2002 a La Ciotat, Innova Card renforce son
développement a l’international par I'ouverture en
2007 d’un bureau commercial &8 Hong Kong.

La société congoit et développe des systemes com-
plexes sécurisés (System-On-chip) destinés a des
applications nécessitant un niveau élevé de sécu-
rité telles que le paiement, 1'identité, le transport
ou la santé. L'Asie représente plus de 40% de ses
clients et le taux de croissance des ventes dans
cette zone est en constante progression. Innova
Card a également mis en place un réseau de distri-
bution quilui permet d'asseoir sa présence partout
dans le monde, notamment aux Etats-Unis, en Eu-
rope de I'Est et en Turquie.
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CIM PACA a créé

la dynamique du futur

2007 ... Aun an de la fin de la premiére
phase, CIM PACA a tenu ses promesses.
ARCSIS, qui en assure la gouvernance,
s’est attachée a renforcer la visibilité des
innovations proposées par les trois plates-
formes. Hormis leur mise en valeur dans
des salons et rencontres, nationales et
internationales, elle a organisé une jour-
née portes ouvertes en juin et un débat
public entre décideurs institutionnels et
industriels en novembre. Objectif : pré-
parer le lancement de la nouvelle étape
de développement 2009-2011.

Fin 2007, la grande majorité des investissements
ont été engagés; 1'équilibre entre financements
publics et privés est presque atteint; les trois pla-
tes-formes sont opérationnelles et récoltent les
fruits de leurs projets de recherche; industriels
et académiques les utilisent; elles séduisent aussi
PME, start-ups et incubateurs régionaux (25 PME et
3 start-ups parmi les membres). Le Centre Intégré
de Microélectronique Provence-Alpes-Cote d’Azur
(CIM PACA), créé en 2005 par ARCSIS, est donc en
train de réussir son pari.

Pour soutenir son développement dans la phase
2009-2011 et jeter les bases de son financement a
long terme, le Comité Stratégique d’ARCSIS a décidé
en 2007 de suivre pas a pas les indicateurs mis en
place pour chaque plate-forme.

Ala demande du Conseil d’Administration d’ARCSIS,
il a également établi des fiches de suivi de tous les
projets engagés et a démontré qu'ils avaient abouti
a des résultats avec plus de 40 publications ou com-
munications et plusieurs brevets en cours.
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ARCSIS dévoile les atouts de CIM PACA

Pour valoriser tous ces résultats, apres trois ans de
fonctionnement et avant le lancement de la nouvelle
étape de développement 2009-2011, ARCSIS a piloté
plusieurs voyages au ceeur de CIM PACA.

Le 22 juin, elle organisait ainsi une journée de
visites, a Rousset et Gardanne, des trois plates-
formes sous la houlette de leurs Directeurs Opé-
rationnels.

Ce parcours dans les coulisses de la R&D a ren-
contré un grand succes. Il a permis aux acteurs de
la microélectronique et des objets communicants
sécurisés d'approcher concréetement les outils
de recherche des plates-formes et de découvrir
les bijoux technologiques mis au point grace a la
collaboration entre grands groupes, PME, universi-
tés, laboratoires, écoles d'ingénieurs et thésards.

En novembre, ARCSIS a renouvelé l'opération a
destination des élus, médias et décideurs régionaux,
y ajoutant une rencontre avec la presse économique
régionale et un débat ouvert entre décideurs publics
et industriels a STUniversity, a Fuveau.

Theme de ce face a face : « CIM PACA tient-il ses
promesses ? ». 63 millions d’euros publics et privés
ont déja été investis en PACA dans les trois plates-
formes. Plus de quatre vingt personnalités se sont
associées a I'événement.

Tout au long de l'année, ARCSIS a également
exposé les atouts des plates-formes de CIM PACA
au cours des événements d’envergure nationale et
internationale qu’elle organisait ou dont elle était
partenaire.

OBJECTIF 2011 POUR LE TRIANGLE D'OR
DE LA R&D Du siLIcium

Véritable triangle d’or de la R&D du silicium et des
objets communicants sécurisés, outil coopératif
unique en France, CIM PACA prépare d'ores et déja sa
phase 2 (2009-201m). Ses objectifs ont été présentés
en préfecture de région en juin 2007. CIM PACA veut
offrir aux PME régionales et notamment du péle
SCS la possibilité, grace a I'intégration de lignes
pilotes, d’aller jusqu’a la phase de prototypage ou
de petite série, pour évaluer |a faisabilité ou tester le
marché d’'un produit innovant. Il souhaite également
étendre son périmétre scientifique en évoluant des
SoC (systémes sur puces) vers les SiP (systémes com-
plexes de composants électroniques) et intensifier
les collaborations de ses plates-formes avec leurs
homologues européennes dans des programmes
comme Euréka et Euripides.
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CIM PACA : PLATE-FORME CONCEPTION

Concevoir de nouveaux objets
communicants

La « ferme de calcul », basée a I'Université Polytech Sophia Antipolis, dont le but est d'imaginer sans
cesse de nouveaux systémes électroniques plus puissants ou de nouveaux protocoles de commu-
nication, a contribué a conforter la communauté scientifique et industrielle régionale des objets
communicants sécurisés. Deux projets, lancés en 2005, ont déja abouti a des publications.

Optimiser les configurations des petits objets
communicants sécurisés en vue de réduire leur
prix de revient : tel est le but du projet SSCO, dont
les premiers résultats ont été testés et disséminés
au travers de diverses manifestations. Deux brevets
sont aussi en cours de dépot.

A travers quatre theses de recherche complémen-
taires, il s'agit de développer une plate-forme de
prototypage virtuel qui permette de valider et
d'améliorer les protocoles de communication (Wifi,
Bluetooth...) et de concevoir des modéles de boitiers
intégrant au maximum les circuits électroniques,
voire méme l'antenne, des petits objets communi-
cants (systemes SoC ou SiP).

Il a déja fait 1'objet de vingt deux publications
dans des congres internationaux, quatre dans des
conférences nationales et quatre articles de presse

dans des journaux internationaux.

Les équipements

La « ferme de calcul » comprend des logiciels de mo-
délisation, vérification, simulation, test, extraction,
intégrité...ainsi que des moyens d’évaluation et de
caractérisation (banc, testeur sous pointes, carte de
prototypage...).Une machine de prototypage sera
installée prochainement..

Plus puissant mais économe en énergie

Le projet Sys2RTL permet de signer des systemes
alliant puissance et performance, sans alourdir ni
le cycle de fabrication, ni la consommation éner-
gétique.

Il mobilise quatre thésards. Leurs travaux s'appuient
sur un ensemble de logiciels de CAO électroniques,
commerciaux et académiques, dont certains ont été
acquis par la plate-forme.

Ce projet a débouché sur quatre publications,
plusieurs communications ou interventions au
Forum SAME a Sophia Antipolis et sur l'organisation
de la conférence DATE, a Nice.

Un nouveau projet a démarré en 2007 et prendra
toute sa dimension en 2008, TrustME VIP, une
plate-forme virtuelle de prototypage et de valida-
tion pour la conception et 'optimisation de petits
objets communicants sécurisés.

Une innovation phare :
des capteurs dans les cachets

Intégrés a une simple gélule ingérée par un malade,
de minuscules capteurs électroniques permettront
demain a des médecins de contrdler a distance, par
liaison fréquence, la pression sanguine du patient
et de prévenir ainsi tout incident. C'est I'une des
applications, en cours de mise au point au sein de
la plate-forme Conception de CIM PACA, de |a télé-
phonie sans fil du futur. C'est le projet CIMPA, mené
par le LEAT et la start-up Senseor et labellisé par le
pole de compétitivité Solutions Communicantes
Sécurisées. Il était a I’honneur lors des journées
portes ouvertes du CIM PACA.
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CIM PACA : PLATE-FORME CARACTERISATION

En route vers de nouveaux espaces

Dédiée aux recherches avancées sur les matériaux, les micro et nano structures pour soutenir
la conception, le test et |a validation de nouvelles technologies préindustrielles, la plate-forme
Caractérisation est 'une des plus importantes d’Europe dans son domaine. Elle a attiré I'attention
du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) de Toulouse et a signé avec lui un accord de parte-

nariat qui élargit son horizon.

Le Centre National d'Etudes Spatiales lui a confié
une mission de recherche d'une durée de deux ans.
Objectif : étudier et expérimenter des méthodes
innovantes pour évaluer la fiabilité des composants
électroniques intégrés sur des engins spatiaux.

De l'avis méme du CNES, la plate-forme regroupe
un grand nombre d'outils de recherche extréme-
ment performants que le CNES ne posséede pas en
interne.

Cette extension de la mutualisation des équipements
R&D en microanalyse et analyse de défaillance
électrique et physico-chimique a d'autres secteurs
que la microélectronique a ouvert de nouvelles
perspectives a la plate-forme. Elle cherche a déve-
lopper ce type de partenariat, au niveau national ou
européen, dans d'autres secteurs complémentaires.
D'autres collaborations extérieures sont ainsi en
train de se concrétiser, notamment avec EDF.

ARTHEMIS : des puces plus
attractives

Les recherches collaboratives de la plate-forme
sont regroupées au sein du programme ARTHEMIS
(Actions de Recherche sur les Technologies HEté-
rogenes de Mémoires Intégrées Sécurisées).

11 s’agit de doter le produit fini (puce ou objet com-
municant sécurisé) de fonctionnalités attractives
pour les applications a forte valeur ajoutée néces-
sitant de la mémoire non volatile et de la logique
cryptée. Il s'articule depuis 2006 autour de trois
projets R&D.

CIMCOSIS vise a mettre au point un équipement de
controle optique de slurry pendant le polissage
chimique et mécanique. Apres des premiers résul-
tats excellents (accord entre simulation et essais
réels), la mise en place des premiers prototypes
sur des boucles de fabrication est en cours pour
valider des choix technologiques. Les résultats
ont fait 'objet d'un poster et de présentations a
des congrés internationaux (congres CMP-MIC,
Congres EDSE). Une these est en cours.
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CIMCONTA veut identifier et maitriser les conta-
minants critiques et optimiser les techniques de
caractérisation et d'ultra propreté dans la pro-
duction de mémoires non volatiles. Les études ont
débouché sur des tests qui ont permis d'affiner la
compréhension de divers modes de contamination.
Un poster a été édité. Une these est en cours.

CIMDOPANT propose d'optimiser des outils et métho-
dologies pour la caractérisation des dopants dans
les technologies a base de silicium. Les méthodes
de caractérisation 2D par AFM champ proche ont
été implémentées avec succeés. La synergie entre
méthodes ID (SIMS dynamique et TOF SIMS) est
en cours d'évaluation et une banque d’'étalons est
en cours de mise en place. De bons résultats ont
été obtenus sur le profilage de shallow jonctions,
problématique au cceur des besoins des parte-
naires (IBS, STMicroelectronics, ATMEL). Dans
le domaine de la recherche, des phénomeénes plus
fondamentaux de co-diffusion sont investigués
par une thése en cours. Déja au bilan : six posters
et deux publications.

MAISON DE LINNOVATION

ARCSIS a la charge de réaliser une étude de faisabilité
pour une « Maison de I'lnnovation » qui accueillerait
la plate-forme Caractérisation et les bureaux d’ARCSIS,
du pole SCS... Cette étude se déroulera en 2008.

ORTOFIB : un prototype unique au
monde

L'année 2007 a vu le démarrage du projet ORTOFIB
(Orthogonal time of flight Focus Ion Beam) instruit
favorablement fin 2006 par le Comité stratégique
d’ARCSIS. Il vise a mettre au point un prototype
d'équipement de caractérisation unique au monde
qui fera sauter de nombreux verrous technologiques.
Il intégrera FIB et analyse ionique performantes sur
la base d'une optique compacte et innovante.

La plate-forme Caractérisation se prépare par
ailleurs a l'extension du périmetre de CIM PACA
2011 aux « system-in-package » qui nécessitera
l'achat de nouveaux équipements et la diversification
des modes de financement. D'ou 'importance des
partenariats outre région initiés en 2007.

UN OUTIL PHARE : UN MICROSCOPE
GEANT

Le TEM TITAN FEI mérite bien son nom. Ce microscope
électronique a transmission de plus de deux metres
de haut est I'un des plus puissants au monde. Il équipe
I'une des salles de laboratoire de la plate-forme
Caractérisation du CIM PACA. Bijou de pres de
2 M€, il travaille a I’échelle de I'’Angstrom (échelle
atomique). Il fait partie des 16 M€ d’équipements
de derniere génération répartis sur goom?de salles
de laboratoire disponibles sur la plate-forme.
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CIM PACA : PLATE-FORME MICRO-PACKS

Un double enjeu : micro-packaging

et sécurité

La plate-forme «Micro-PackS» constitue la base de la premiére structure R&D nationale en matiére

d’assemblage de micro-technologies intégrant des préoccupations sécuritaires.

Cette plate-forme regroupe en un méme lieu, doc-
torants, enseignants-chercheurs, ingénieurs de
recherche et d'application et permet ainsi de déve-
lopper des synergies autour du micro-packaging et
de la sécurité, deux compétences régionales fortes a
préserver et a développer sur de nouveaux marchés
et de nouveaux usages.

Un nouveau site et cinq projets
structurants

Le nouveau site Georges Charpak héberge depuis
2007, la plate-forme Micro-PackS avec la mise a
disposition de salles blanches, de laboratoires et
de bureaux pour l'accueil des équipements et des
personnels partenaires publics et privés.

La plate-forme meéne cing projets structurants et
labellisés par le pole de compétitivité «Solutions
Communicantes Sécuriséesy.

MICROPOLY a pour objectif de développer la filiere
d’électronique imprimée sur supports souples par
jet de matiere pour des applications de masse.

PUF (Puces Ultra Fines) vise a la fabrication, la
modélisation et la caractérisation de puces ultra-fines
(30-50 pm) pour la production d’objets portables
« low cost ».

BTRS (Briques Technologiques pour le Renforcement de la
Sécurité), dans le domaine de la carte a puce et plus
généralement tout objet nomade communicant, veut
permettre aux acteurs du CIM PACA de conserver leur

avance dans la conception d'objets de confiance.

22 - ARCSIS EN 2007




CPC (Contactless Proximity Card) touche a l'automati-
sation et 'amélioration des tests de conformité ISO/
1EC14443, qui pourraient conduire a 1'évolution de la
norme dans la perspective de nouvelles applications
(gouvernemental ID).

CALISSON (CAractérisation, modéLlsation et Spécifica-
tions Sécuritaires de circuits prOtotypes iNtégrés) vise
a fédérer les efforts de recherche et a mutualiser les
moyens de caractérisation pour améliorer la sécurité
des circuits intégrés.

Dans le cadre du pdle de compétitivité, de nombreux
autres projets vont pouvoir s’appuyer sur les moyens de
la plate-forme pour réaliser leurs prototypes ou effectuer
des opérations de caractérisation : F@CIL, Maxssimm, PacID
grande distribution, PacID santé, RFid aéro, RFid trace agro,
SACOSE, Smart On Smart.

RESSOURCES MUTUALISEES

Une ligne de prototypage de micro-assemblages
sur supports souples - Une plate-forme prototype
de dépot par jet de matiere (plate-forme Jetpac)
destinée au développement de la microélectronique
imprimée grande surface - Un atelier d'imagerie pour
la caractérisation des micro-assemblages et des ma-
tériaux — Un laboratoire d’analyse de la sécurité des
circuits intégrés - Un laboratoire de pré-certification
des objets sans contact.

TEMOIGNAGE
LA TRACE HIGH TECH SELON STID

STid, spécialisée dans les technologies d’identification
«sans contact » par radio fréquence (RFID) a adhéré
a la plate-forme en 2007. Rencontre avec Sylvain
Poitrat, Responsable R&D.

« Micro-PackS va nous permettre de développer de
nouveaux produits ultra fiables grace a I'utilisation de
ses lignes de prototypage. Nous pourrons valider des
processus de pause de puces sur différents substrats
pour produire des TAGS RFID dédiés a des applications
et a des métiers tres ciblés.

STid mise ainsi sur trois marchés phare, en phase de
démarrage pour I'instant mais ol la demande est de
plus en plus forte : I'acces des véhicules, I'aéronauti-
que, avec la tracabilité et la maintenance des pieces
critiques dans un appareil (Eurocopter), et I'agroali-
mentaire ou la mise en ceuvre de la tracabilité exige
parfois de faire sauter des verrous technologiques
créés par certaines matiéres, comme I'eau. STid est
d’ailleurs porteur du projet « Trace Agro » labellisé
par le péle SCS.

Les équipements nécessaires pour concevoir ces
TAGS haute performance sont tres colteux et sans
la plate-forme nous n’y aurions pas acces ».

Créée en 1996 par Guy Pluvinage, STid est une
PME de 30 salariés installée a Gréasque.
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En 2008, ARCSIS sera plus que jamais un pilier référence du pole de compétitivite
mondial Solutions Communicantes Sécurisées et se consacrera a deux taches
majeures : la préparation de la seconde phase 2009-2011 de CIM PACA, un enjeu
prioritaire pour faire face a la rapidité des évolutions technologiques mondiales
dans le domaine de la microélectronique, et le renforcement de son réle de
moteur B to B a 'international, ainsi qu’en témoignent déja les contacts pris avec

le cluster allemand, Silicon Saxony.

Préparer la microélectronique
de demain et s’ancrer a

I'international...

ARCSIS concentrera plus que jamais tous ses efforts
pour garantir et pérenniser le leadership de la filiere
microélectronique de PACA.

Dans un contexte trés concurrentiel, la filiére micro-
électronique régionale a tenu le cap de I'innovation,
en particulier grace a la mutualisation de ses moyens
de R&D a travers les trois plates-formes du Centre
Intégré de Microélectronique de PACA.

Au fil des ans, 'esprit de coopération, impulsé par
ARCSIS a travers la création puis le pilotage de CIM
PACA, s’est amplifié et, a force de persévérance, a
montré qu'il était profitable a tous : grands et petits,
publics et privés, industriels et académiques.

Pour la seconde phase de CIM PACA 2009-2011, le
Comité Stratégique d’ARCSIS et les responsables
des plates-formes ont d'ores et déja défini les deux
axes de développement prioritaires.

Anticiper les technologies nouvelle généra-
tion

11 s’agit d'abord d'optimiser les infrastructures
de haut niveau de CIM PACA et de les adapter aux
évolutions technologiques pour servir encore mieux
les adhérents et séduire de nouveaux partenaires,
cet élargissement des membres étant essentiel pour
la pérennité de CIM PACA.

Il s’agit ensuite d'étendre les ambitions de CIM
PACA des « Systems on Chip » (SoC), dont les cotits
sont devenus dissuasifs, aux « Systems in Package »
(SiP), qui permettront de concevoir des prototypes
nouvelle génération, de passer du 2D au 3D, et de
fournir des préséries en temps et en heure et a un
cotlt raisonnable.

En raisonnant ainsi dans le cadre du péle SCS, ARCSIS
et CIM PACA entendent préserver la valeur ajoutée
de notre filiere microélectronique. Déja, au sein des
plates-formes, des lignes pilotes sont en projet.
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Se positionner en Europe et a I'international

2007 a déja vu l'élargissement des collaborations
outre région mises en place par les plates-formes,
les entreprises et les laboratoires et l'ouverture vers
les partenariats européens grace a des programmes
comme Euréka ou Euripides.

ARCSIS veut conforter cette tendance en renforgant
sa présence sur les manifestations a I'étranger, en se
rapprochant de « clusters » de méme nature qu'elle
et en internationalisant encore davantage les évé-
nements qu'elle organise, telles que les Rencontres
Scientifiques et Techniques.

Les premiers mois de 2008 témoignent de la concréti-
sation de cette orientation. ARCSIS a en effet participé
en mars a la manifestation « Silicon Saxony Day », a
Dresde en Allemagne, emmenant dans ses bagages
deux entreprises adhérentes, IBS et Kemesys.

ARCSIS, UNE EQUIPE

Rapprochements

Cela a été pour elle I'occasion de se rapprocher du
cluster organisateur, qui regroupe les acteurs de la
microélectronique de la région de Saxe en Allemagne,
en vue d'évoquer des partenariats futurs dans divers
domaines : communication, formation de cadres et
d'experts, fertilisation mutuelle. Elle y a également
noué de fructueux contacts pour ses prochaines
Rencontres Scientifiques et Techniques.

Enfin, nombre d'actions d’ARCSIS s’articuleront au
sein du PRIDES Solutions Communicantes Sécuri-
sées, en étroite collaboration avec le pole SCS qui
vient d'ailleurs de labelliser deux dossiers instruits
par le Comité Stratégique d’ARCSIS « Madison » et
« Merisier ». Un autre dossier, RFID AERO, lié a des
membres d’ARCSIS, va aussi bénéficier de finance-
ments du ministere de I'Industrie. Co-labellisé par
le pole SCS et le pble aéronautique Pégase, il témoi-
gne de 'ouverture de la filiere microélectronique
régionale sur d'autres domaines avec lesquels elle

pourra croiser ses compétences.

Les réalisations d’ARCSIS se sont appuyées sur I'ensemble de son équipe : Céline Auger, Délégué Général, Corinne

Joachim, Responsable communication, Christine Berbudeau, Assistante administrative et financiére, Coraline Hubin,

Assistante de communication.

Le dernier trimestre de I'année 2007 a donné lieu a un certain nombre de changements : la nomination de Klaus

Rischmiiller en tant que Président en remplacement de Erich Palm, de Laurent Roux comme Président du Comité

Stratégique en remplacement de Klaus Rischmiiller et I'arrivée de Luc Jeannerot comme Directeur Opérationnel.
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Nos membres

Les grands groupes
Atmel

Gemalto

NXP

STMicroelectronics

Texas Instruments

Les académiques
CEA Cadarache

Centre de Microélectronique
de Provence

CINAM

CNRS
CPPM

CRHEA

Ecole Centrale Marseille

IM2NP

INRIA
ISEN

LIRMM

Université de la
Méditerranée

Université Paul
Cézanne

Université de
Provence

Université Sud

Toulon Var

Université Nice Sophia
Antipolis

Les PME-PMI
ARD

ASK
Axess Tech
Barco Silex SA

BASF

Biophy Research
ClearSy

Cortus

IBS
Innova Card

Inside Contactless

In Silicio

INVIA

Kemesys
MICRO BE
Microworld

NBS Technologies

Neowave

ONE RF Technology

Orsay Physics
Polymage

PSI Electronics
Quantumsolar
Rockwood
Shaktiware

SILIOS Technologies
SPINROC

SPS

STid

Tagsys

Toppan Photomasks

Twinlinx

Vegatec

Les partenaires
économiques,
parapublics et agences
de développement

CCIMP

CPA

Ville de Rousset

UIMM Provence

Une association
partenaire

Sophia Antipolis
Microelectronics
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